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Raczka Dualtermopik DTP-80 (rys. 4) —
podobna do TP-65, ale wyposazona w dwa
elementy grzejne, umozliwiajgce bardziej
wydajng prace przy demontazu uktadéw
PQFP o duzych rozmiarach. Raczka ta
moze wspoipracowac takze z koncoéwkami
przeznaczonymi do demontazu uktadéw
BGA169 i 225.

Raczka Termojet TJ-70 do demonta-
zu/montazu uktadéw SMD przez nadmuch
gorgcym powietrzem (rys. 5).

Proces przy uzyciu tej metody przebiega
nastepujgco. Po zamontowaniu odpowie-
dniej dyszy i nastawieniu parametréw robo-
czych stacji (temperatura, tryb pracy kom-
presora), zbliza sie wylot dyszy na odle-
gtos¢ 1+2 cm od usuwanego elementu,
uruchamia kompresor i kolistymi ruchami
podgrzewa element i ptytke wokoét niego,
po czym, przysuwajac dysze do wypro-
wadzen, doprowadza sie do roztopienia
spoiwa, a element przytrzymuje i podnosi
peseta.

Demontaz uktadéw scalonych wymaga za-
stosowania drutu lub tasmy stalowej, zain-
stalowanej w specjalnym chwytaku. Punk-
ty lutownicze rozgrzewa sie kolejno i uwal-
nia poszczegolne koncowki, przesuwajac
tasme miedzy nimi a podfozem.

Do demontazu uktadéw SMD i elementéw
typu BGA moga by¢é uzywane urzgdzenia li-
nii ThermoFlo, umozliwiajgce zaprogramo-
wanie parametrow procesu, jak przebieg
zmian temperatury oraz czas i wydajnos¢
nadmuchu. Rgczka ThermoFlo umozliwia
na wykorzystanie do demontazu zaréwno
koncéwek uniwersalnych (rys. 6a), jak i spe-
cjalnych gtowic (rys. 6b).

System TF 2000, ze sterowaniem i kon-
trolg wspomaganymi komputerowo, umoz-
liwia wysokowydajny i precyzyjny demon-
taz uktadéw i elementéw SMD, PBGA,
mBGA, CSP, Flip Chip.

Przedstawione dotgd urzgdzenia znajdujg
zastosowanie w fabrykach, serwisach czy
osrodkach badawczych, jako wyposaze-
nie stanowisk stacjonarnych.

W praktyce serwisowej potrzebna jest cze-
sto mozliwo$¢ uzycia narzedzia w miejscu
uzytkowania naprawianego sprzetu. Wtedy
szczegolnie liczg sie: lekkosé, zwartosé,
uniwersalnos¢ i porecznosc.

Przyktadem takiego narzedzia, przezna-

czonego do demontazu uktadéw elektro-
nicznych, jest rozlutownica DIC DEN-ON
SC 7000Z (rys. 7). Jej najwazniejszg cechg,
decydujagca o wyjatkowych walorach uzyt-
kowych, jest unikatowa konstrukcja, polega-
jaca na zastosowaniu zintegrowanego kom-
presora, mieszczacego sie W rekojesci
urzgdzenia.

Aby proces podgrzewania punktu lutowni-
Czego i usuwania cyny przebiegat opty-
malnie dla danego rodzaju elementu, podto-
za i zastosowanej technologii montazu,
rozlutownica moze by¢ uzbrajana w rézne
koncowki. Moze wspotpracowac z kilkoma
rodzajami dysz do zasysania —umozliwia-
ja one szybki demontaz elementéw prze-

Rys. 4. Urzadzenia do demontazu uktadéw PQFP
o duzych wymiarach
a - rgczka Dualtermopik DTP-80,
b,c - demontaz uktadéw

Rys. 5. Demontaz uktadéw SMD przez nadmuch
goracym powietrzem
a —raczka Termojet TJ-70, b —demontaz uktadéw

wlekanych z ptyt zawierajgcych do 12
warstw, z metalizacjg otworéow. Wyposa-
zajgc rozlutownice w dysze do nadmuchu
i przetaczajgc tryb pracy kompresora, moz-
na —metodg wydmuchu gorgcego powie-
trza —demontowaé wszystkie uktady wyko-
nane technologia SMT. Elementy PLCC
i PQFP mozna wymontowywac jeszcze
sprawniej, przy uzyciu gtowic. Proces de-
montazu, zwfaszcza z ptyt o lekko utlenio-
nej powierzchni, moze byé wspomagany
przez uzycie topnika.

Prosty, bezpieczny i tani spos6b oczyszcza-
nia Sciezek i punktéw lutowniczych

z pozostatosci cyny po demontazu uktadu
elektronicznego, polega na wykorzystaniu
tasmy pochfaniajacej. TaSma taka, wykona-
na w postaci plecionki z drutu o bardzo
matym przekroju, $cigga resztki spoiwa
i pozostawia na punkcie lutowniczym cien-
kg warstwe topnika, ktéry zabezpiecza
przed utratg zdolnosci do wigzania cyny. Za-
leznie od wielko$ci punktéw lutowniczych
stosuje sie taSmy o réznych szerokosciach,
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Rys. 6. Demontaz uktadéw przy uzyciu raczki
ThermoFlo
a —z koncéwka uniwersalng, b —z gtowicg specjalng

w praktyce —od 0,8 do 2,7 mm. Do zasto-
sowania tasmy pochtaniajgcej cyne po-
trzebna jest jedynie lutownica.

Wielo$¢ oferowanych rozwigzan umozliwia

dokonanie wyboru urzgdzen i przyrzgdéw
do demontazu uktadéw elektronicznych,
zgodnie z potrzebami wyznaczonymi przez
parametry techniczno— uzytkowe, a takze

Rys. 7.
Rozlutownica
DIC DEN-ON S.C. 7000Z

uwarunkowania eko-
nomiczne. Wszystkie
rozwigzania powinny
wszakze spetniac kry-
teria szeroko rozumia-
nej wysokiej jakosci,
ato zapewni¢ moga je-
dynie doswiadczeni i renomowani produ-
cenci.
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Opracowano na podstawie materiatéw udostepnionych
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